Thermal Management

Seit Jahren findet man auf Konferenzen das Thema
des Thermal Managements vertreten. Der Grund
hierfiir liegt wohl in einer scheinbar unaufhdrlichen
Miniaturisierungstendenz zur Steigerung der funktio-
nalen Dichte von Bauelementen und Baugruppen, die
in der Regel mit einer erhdhten Verlustleistungsdichte
verbunden ist. Dies gilt fiir die Leistungselektronik,
aber auch etwa fiir Bauteile der Hochfrequenztechnik.
Atemberaubend rasch werden technologische Fort-
schritte erzielt, da die Bestiickungsdichte nicht nur mit
kleiner werdenden lateralen Abmes-
sungen zunimmt, sondern zusétz-
lich durch die Einbett-Technologie
gesteigert werden kann, so dass
heute schon iiber 100 Bauelemente
in einem Kubikzentimeter Leiter-
plattenvolumen elektrisch kontak-
tiert eingebaut werden kénnen. Bei
Halbleiterbauelementen bietet sich
hierbei der Vorteil, diese direkt gal-
vanisch kontaktieren zu konnen und
somit das Draht-Bonden und das
Montieren durch Loten zu umgehen,
wodurch neben dem Einsparungs-
potential auch noch Aussicht auf
eine hohere Zuverldssigkeit gege-
ben ist, da die Anzahl der Verbindungen innerhalb eines
elektrischen Pfades deutlich reduziert werden kann.

Eingebettete Leistungshalbleiter-Bauelemente
konnen auBerdem durch die flichenhaft anwend-
bare Niedertemperatur-Silbersintertechnologie mit
wirmespreizenden Metallkernleiterplatten (IMS)
gekiihlt werden — wenn erforderlich auch beidseitig,
wobei sich auf diese Weise die kiirzest méglichen
Wirmeleitwege bzw. die kleinstmdglichen thermi-
schen Widerstidnde realisieren lassen. Der Ehrgeiz
des thermischen Managements liegt hierbei darin
sicherzustellen, dass nirgendwo in der Baugruppe die
zuldssige Beanspruchung iiberschritten wird. Da die
zuldssigen Bauteiltemperaturen steigen, ergeben sich
somit immer mehr Probleme zufolge unterschiedli-
cher thermischer Ausdehnungskoeffizienten und der
damit einhergehenden mechanischen Spannungen.

Editorial

Das Erarbeiten eines geeigneten Designs einer Bau-
gruppe und die Beantwortung der Frage, ob ein
gewihltes Design iberhaupt Aussicht auf eine erfolg-
reiche Umsetzung hat, ist daher eine vielschichtige
Aufgabe, deren zufriedenstellende Bearbeitung vor-
aussetzt, dass die physikalischen Randbedingungen
der Baugruppe im Betrieb hinreichend genau bekannt
sind. Zur Lésung bedient man sich aufwendiger
Simulationsmethoden, bei denen man in einem ite-
rativen Prozess thermische, elektrische, mechanische
und andere physikalische Eigen-
schaften hinsichtlich der Erfil-
lung von Vorgaben iiberpriift und
dabei gegebenenfalls das Design
modifiziert.

Haufig geht allerdings das Auffin-
den zufriedenstellender Losungen
tiber das Optimieren von Geomet-
rieparametern mit Simulationsme-
thoden weit hinaus: Es wird nach
neuen Werkstoffen gesucht, die
noch héheren spezifischen Belas-
tungen standhalten und malfige-
schneiderte Eigenschaften besitzen.
Um die Vielfalt an raffinierten
Ideen im thermischen Manage-
ment abzurunden, wire allerdings weiter auszuholen,
als an dieser Stelle moglich ist. Stattdessen sei hier
stellvertretend der Erfinder, Physiker und Elektro-
ingenieur Nikola Tesla zitiert: ,,Die fortschreitende
Entwicklung des Menschen héngt in lebenswichtiger
Weise von Erfindungen ab.“ Auf unseren Lebensbe-
reich iibertragen konnte das heifien: Eine der heraus-
forderndsten Aufgaben der Europdischen Industrie in
den ndchsten Jahren wird es sein, den Arbeitsmarkt in
innovativen Bereichen weiter auszubauen. Das ther-
mische Management wird jedenfalls auch in Zukunft
ein ergiebiges innovatives Betdtigungsfeld bieten.
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